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FLUGZEIT-SEKUNDARIONENMAS-
SENSPEKTROMETRIE (TOF-SIMS)

Das TOF-SIMS-Verfahren liefert Informatio-
nen Uber die molekulare Zusammensetzung
der obersten Atomlage einer Festkorper-
oberflache. Der Einsatz des Flugzeitspek-
trometers ermdglicht eine extrem hohe
Nachweisempfindlichkeit (Konzentrationen
von 10 ppm einer Monolage). Die hohe
Massenauflésung des Verfahrens erlaubt
eine zuverlassige Identifizierung von chemi-
schen Komponenten einer Oberflache.

I Oberflachenspektroskopie

Im statischen Modus wird die Probenoberfla-
che quasi zerstorungsfrei analysiert. Bei der
Aufnahme eines Oberflachenspektrums wird
weniger als 10 % der obersten Atomlage
durch den Primarionenbeschuss abgetragen.
I Oberflachenabbildung

Durch Rastern eines fein fokussierten Prima-
rionenstrahls Uber die Oberflache kénnen
massenaufgeldste Sekundarionenbilder
simultan aufgenommen werden. Dabei
lassen sich Strukturen mit Dimensionen bis
hinab zu 200 nm abbilden.

I Tiefenprofilierung

Im dynamischen Betrieb ist durch die
Erhéhung der Primarionenstromdichte ein
sukzessiver Abtrag des Probenmaterials
moglich. Durch quasisimultanen Proben-
abtrag und Spektrenaufnahme lassen sich
so Tiefenverteilungen von Sekundarionen
mit einer Tiefenauflésung bis zu 1 nm
darstellen.

Das TOF-SIMS-Verfahren besitzt ein breites

Anwendungsspektrum:

I Analyse von adhasiven Wechselwirkungen
auf molekularer Ebene

I Charakterisierung von Polymerwerkstoffen

I Grenzschichtanalyse von Verbundmaterialien

I 3D-Strukturuntersuchungen in der
Mikroelektronik

I Nachweis von Spurenelementen

I Charakterisierung von katalytischen
Prozessen

I Abbildende Messungen an biologischen
Proben

I Oberflachencharakterisierung von
biokompatiblen Materialien



